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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment reva par la Commission afin d’assuter qu’il refléte
bien I'état actuel de la technique

Les renscignements relatifs 4 ce travail de révision, a Péta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
étre obtenus aupiés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

® Bulletin de la CEIX

Publié trimestriellement

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology

Information on the wotk of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® 1EC Bulletin
Published quarterly

Puplié annuellement

@ Cdtalegue des publications de la CEI
Publié¢ annuellement

Termipologie utilisée dans la présente publication

Seul$ sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication

En de qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
1eportdra & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaite Electro-
technique International (V E1), qui est établie soys
chapitiles séparés tiaitant chacun d’un sujet défini,
ral étaht publié séparément Des détails complets su
peuvent étie obtenus sur demande

Symbples graphiques et littéra
Seulp les symboles graphigue

inclus fans la présente pu

Le fecueil complet™d
la CE] fait 'objet de la F

Les pymboles littéra
font 'pbjet de la Publica

Published yearly

@ Catalogue of IEC Pub
Published yearly

ed for ¥he purpose of this publication

readers are referred fo IEC Publi-

ational” Electrotechnical Vocabplary (IE V),

ed in the form of separate chaptei$ each dealing
field, the General Index being published as a
Full details of the TEV will be supplied

Graphical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are included in
this publication

The complete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in 1 EC Publication 117

Letter symbols and other signs approved by| the IEC are
contained in TEC Publication 27
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TROISIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 68-2-20 (1968)

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE
DEUXIEME PARTIE: ESSAIS — ESSAI T: SOUDURE

primés

et des stratifiés plagqués métal

prépaiés par des Comités d’Etudes
it dans la plus grande mesure possible

2) Ces décisions constituent des 1ecommg ceps comme telles par les Comj|tés nationaux

3) Dans le but d’encourager 'unification internati e veeu que tous les Comités natiopaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte dg'Ta 1ecommandation de la CEI, dans la mesute ol les conditiony nationales le
permettent Toute diveigence entie ld } CEL et la régle nationale cotrespondant¢ doit, dans la
mesute du possible, étig

PREFACE

sablie pair le Comité d’Etudes N° 50 de la CE1 Essaif climatiques

61s de la 1éunion tenue a Washington en 1970 A la suite de cgtte 1éunion,
it S0(Buteau Cential)156, fut soumis a I’appirobation des Comit¢s nationaux
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

THIRD SUPPLEMENT TO PUBLICATION 68-2-20 (1968)

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES
PART 2: TESTS — TEST T: SOLDERING

Test Ta: Second part, Method for festing the solderability of printed wiring boards
and metal-clad base laminates

FOREWORD

1) The f¢rmal decisions or agreements of the I E C on technical matters,

Natiopal Committees having a special interest therein are represented, ekpress, as ne as.possible, an internationial

consensus of opinion on the subjects dealt with

2) They have the form of recommendations for intex
sense

3) In order to promote international unification, the

the text of the I E C recommendation for their natianal 1yles_in soNar s
betwepn the I'EC recommendations and the conrespd g ‘natiena
indicqted in the latter

This 1 ; re Technical Committee No 50, Enviionmental Testing

A firg iSCUS egting held in Washington in 1970 As a result of this meeting, a fing
draft, d Al 5, was submitted to the National Committees for approval unde

the Six

ignal conditions will permit Any divergen
vles should, as far as possible, be clearfy
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TROISIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 68-2-20 (1968)

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE
DEUXIEME PARTIE: ESSAIS — ESSAI T: SOUDURE

Essdi Ta: Deuxiéme partie, Méthode d’essai de la soudabilité des cartes de circuits imprimés

et des stratifiés plaqués métal

INTRODUCTION

ion de fabii-
é, ou ala
il |puisse étre
ette action
btenit une

es surfaces

eur conve-
dans

vée,

bs  on doit
s-portion appropriée des plaquettes témoins données dans la Publication| 326 de la
igences et méthodes de mesure générales concernant les cartes de cAblages|imprimés,

¢) les cartes de circuits imprimés multicouches on doit utiliser une portion approprige des pla-
quettes témoins données dans la Publication 326 de la CEI

Les éprouvettes d’essai doivent &tre fabriquées en méme temps et dans les mémes conditions
que le lot de fabrication des cartes imprimées

Quand I’éprouvette d’essai n’est pas prélevée sut I'une des plaquettes témoins C EI les laigeurs
de conducteurs, les écarts entie eux, les pastilles, les trous et les effets de shunt thermiques doivent
€tre considérés L’éprouvette d’essai doit exclure les configurations de conducteurs, etc susceptibles
d’affecter ’appiéciation de la soudabilité 1’essain’a pas pour objet de vérifier si un dessin particulier
de carte est soudable L’épirouvette devia &tre choisie pour vérifier la soudabilité du cuivie et/ou
des métaux déposés
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THIRD SUPPLEMENT TO PUBLICATION 68-2-20 (1968)

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES
PART 2: TESTS — TEST T: SOLDERING

Test Ta: Second part, Method for testing the solderability of printed wiring boards

and metal-clad base laminates

INTRODUCTION
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priate~partef the typical test patterns given in 1EC Publication 326, General Requirement:
i ethods for Printed Wiring Boards, shall be used,

¢) muyltilayer printéd witing boards an appropriate part of the typical test patterns given in TE(
Publication 326 shall be used

Test specimens shall be manufactured at the same time and unde: the same conditions as the
manufacture of the production batch of printed wiring boatds

When the test specimen is not cut fiom any of the I E C test patteins, the conductot widths, insu-
lation gaps, lands, holes and thermal shunt effects shall be considered The test specimen shall
exclude conductor configurations, etc, likely to affect the assessment of solderability It is not the
intention to prove whether a specific design of board will solder The specimen should be selected
to test the solderability of the copper and/or deposited metals
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3 Appareil d’essai
31  Bain de soudure
On doit utiliser un bain de soudure apptoptié d’une profondeur non inféiieure 3 40 mm Sl
est circulaite, le diamétre du bain ne doit pas étre inféricur & 120 mm et s’il est tectangulaire, il
ne doit pas étre de dimensions inférieutes & 100 mm X 75 mm
32  Déplacement de I’éprouvette
On emploiera un dispositif mécanique pour déplacer 1’éprouvette & vitesses constantes suivant
une trajectoite circulaire & axe hotizontal de telle fagon que la face en essai vienne en contact avec
la soudure fondue Le 1ayon de rotation doit passer par le milieu de la face de Péprouvette a angles
droits, et la distance entie la tace en essai et 'axe de 1otation doit étre de 100 4 S mmAyqi1 figure 1,
page 12, montiant une disposition suggérée du suppott et de aigille de¢ megtie” dlu temps)
Les vitesses de 1otation doivent permettre d’obtenit un temps de [ pvette et la
soudure (comme défini au paragraphe 3 4) comptis entie | s et 8
La profondemi d’immersion de la face en essai dans la, €0% épasset la
profondeur de la caite loisque celle-ci est en position hotizontale hest\impogt ssurei que
la soudure ne coule pas sur la face supéiieute de I’éprouvette, ot il ® s d’utiliser
i aphe 3 3 ).
33

Eprouvette
Antes:

a)

oit &tie de

nlact avec
ductibilité

ace en essai de I’éprouvette et la soudure fondue doit &fie mesuié
¢ enclenché par le contact électrique d’une aiguille avec Ja soudure
s J’aiguille doit étre placée piés de Péprouvette et &tie su1 le mémk axe et le
tioh que le milieu de la face en essai de 'éprouvette L’aiguille doit/étie isolée
‘¢prouvette qui la porte (voir figute 1) et sera tenue propre entie les edsais

me\la dimension de l'aiguille peut affecter le temps entegistré, chaque apparei] doit étie

305 Nettoyage de la soudure
On Tixe sut appareil d’essal une bande de 50 mm de large en polytétrafluoréthyléne (PTFE) de
telle sorte qu’elle précéde I’éprouvette d’un maximum de 10 mm durant le cycle d’essai, de fagon 2
¢liminer les oxydes ou le 1ésidu de flux de la surface de la souduie avant la présentation de I’éprouvette
4 Soudure

Le bain doit contenit la soudute de composition et d’intervalle de températutes de fusion, comme
spécifié a Pannexe B de la Publication CEI 68-2-20 et la température de la soudure dans le bain,
immédiatement avant P’essai, doit étre conforme 2 Telle indiquée dans ley Publications’ 249-1 de
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32

33

34

35

Test apparatus
Solder bath

A suitable solder bath of depth not less than 40 mm shall be used If round, the bath shall be
not less than 120 mm in diameter, and if rectangular, not smalletr than 100 mm X 75 mm in
dimensions

Conveyance of specimen

A mechanical device shall convey the specimen at a range of constant speeds, in a circular path
about a hoiizontial axis, so that the test face makes contact with the molten solder The radius
of 1otation shall pass thiough the centie of the face of the specimen at 1ight angles, and the distance

bgtween the tost 1ace and the axis of 1otation shall be 100 I 5 mm (see IMiguie I, page 12, skeich
owing suggested specimen holder and timing needle airangement)

it does not impedg i

iming device Q

Sbldér eleaning

ASITip of SO mm wide potytetrafitorethytene (PTFE shall be mounted on the [est appaiatus in
such a way that it precedes the test specimen by a maximum of 10 mm duting the test cycle in orde1
to remove oxide o1 flux tesidue fiom the solder suiface befote the specimen is intioduced

Solder

The bath shall contain solder of chemical composition and melting temperatute 1ange as specified
in Appendix B of I EC Publication 68-2-20, and the tempeiatuie of the solder in the bath immedi-
ately prio1 to the test shall be in accordance with that stated in IE C Publication 249-1, Metal-clad
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la CEI, Matériaux de base 4 placage métallique pour circuits imprimés, premiére partie: Méthodes
d’essai, et-Publication 326 de la CET, sauf accord contraite entie le fournisseut et le client,

a adopter

5 Flux

51  Le flux doit étre une solution de 25% en poids de colophane dans 759, en poids d’alcool isopto-
pylique, comme indiqué & 'annexe C de la Publication 68-2-20 de Ja CE1

52 Lorsqu’un flux non activé ne convient pas, le flux ci-dessus avec l’addition de chlorhydrate
d’hydroxylamine (pureté « Réactifs pour analyses») correspondant 4 0,59 en chloruie (exprimé en
chlore libre) de la teneur en colophane peut étre utilisé aprés accord entre le fournisseu: et le client

6 Vieillissement accéléré

Si un viceillissement accéléré est prescrit avant P'essai de ¢

doit étre indiquée dans la spécification particuliére

7 Procédure d’essai

71 Généialités

tés prévues
a[remplir les

éfre enduites
pécification
ical pendant
ateil d’essai

Tempide démouillage

Les éprouvettes d’essai doivent rester en contact avec la souduie fondue pendant la duiée appro-
priée, spécifiée pai les Publications 249 et 326 de Ja CEI

Evaluation de la soudabilité

A la fin de I’essali, les 1ésidus de flux doivent étte éliminés & Paide d’un solvant convenable comme
le propane -2-01 L’examen doit &tre effectué sous un éclairage appiopiié & I'aide d’une loupe
de grossissement de § 4 12

Les exigences relatives aux temps de mouillage et de démouillage ainsi qu'un plan d’échantillon-
nage appiroprié sont spécifiés dans les Publications 249 et 326 de la CEI
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51

52

72

—9

Base Materials for Printed Circuits Part I Test Methods, and I EC Publication 326, unless othet-

wise agieed between purchaser and vendor

Flux

The flux shall consist of 259, by weight of colophony in 759 by weight of isopropyl alcohol, bot
as specified in Appendix C of 1 EC Publication 62-8-20

h

Where a non-activated flux is inappiopriate, the above flux with the addition of diethylammonium
chloride (analytical teagent grade) to an amount of 0 59 chloiide (expressed as free chloiine)

based on the colophony content may be used as agreed between purchaser and vendor

Accelerated ageing

If accelerated ageing is requiied to be carried out before testing for s@
b be adopted shall be prescribed in the 1elevant specification

-

Test procedure

Geneial
The specimen shall be cleaned ptior to
the proceduie prescribed in the relevdnt

flux becomes tagky
dommenced @

Solder ability —

Test-specimens Shall 1emain in contact with the molten solder for the appropuiate time specifie
i YE € Publications 249 and 326

heéprocedure

2

Evaluation of solderability

At the completion of the test, flux residue shall be removed with a suitable solvent such as propa

n

-2-o0l Inspection shall be caiiied out under adequate light with the assistance of a magnifier capable

of giving a magnification of between 8 X and 12 X

The 1equirements for solderability wetting and de-wetting times and a suitable sampling scheme

are specified in I E C Publications 249 and 326
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Renseignements & fournir dans Ia spécification applicable

a) plaquette témoin de référence pour les cartes de circuits imptimés
b) température du bain de soudure

¢) si le vieillissement accéléié est prescrit

d) mode de nettoyage des éprouvettes d’essai

e) siun flux activé doit étre utilisé

/) temps d’immeision pout les essais de soudabilité (mouillage et
démouillage)

g) exigences relatives au mouillage et au démouillage

(Article 2)
(Article 4)
(Article 6)
{Paragraphe 711)
(Patagtaphe 713)

(Paragiaphe 7 2)
(Axticle 8)

h) plan d’échantillonnage a utiliser

(Article 8)
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